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【はじめに】近年の情報通信技術の高度化と拡大に伴い、システムの基幹を担うデータセンターの大

容量化と低消費電力化が強く求められるようになっており、シリコンフォトニクスを中心とした光技

術の利用が拡大している[1]。シリコンフォトニクスは、半導体集積回路からの電気信号を、微細なシリ

コン製の光導波路を通して、信号の伝搬や信号処理を行う技術であり、ポリマー導波路を通じて光ファ

イバーの通信ネットワークに接続されることが多い。ポリマー光導波路は、シリコン導波路と光ファイ

バーを接続することから、接続部の位置と形状の精度を高めることで、結合損失の低減に貢献すると考

えられる。今回、我々は、光導波路のクラッド形成法について、既存のスピンコート法と、精密研削技

術を用いた平坦化クラッド技術の比較検討を行った。 

【実験】既存のスピンコート法を用いて試作した光導波路の断面写真を、Fig. 1 に示す。導波路材料と

して、日産化学㈱製の SUNCONNECT® NP シリーズを用いた。スピンコート法により下部クラッドを

形成し、感光性材料を用いてコアを形成し、スピンコート法により上部クラッドを形成した。下部クラ

ッドの厚さは 12.3 µm、コアの厚さは 4.2 µm、上部クラッドの厚さは 10.08 µm である。下部クラッド

の面内均一性を評価した結果を Fig. 2 に示す。中央部に対し、周辺部が最大で 1.7 µm ほど薄くなって

いることが確認された。同図中に、研削法で平滑化した下部クラッドの厚さを示す。研削においては、

電着ダイヤモンドの工具を毎分２万回転以上で、空気軸受けで 0.1 µm の刃先の位置精度で加工を行っ

た。研削の場合、クラッド層の面内ばらつきは±0.2 µm 以下に抑えられていることが明らかになった。 

【まとめ】精密研削技術を適用することにより、ポリマー光導波路の平坦化が実現された。このことか

らコアの位置と均一性が向上すると考えられ、ポリマー光導波路の集積化における貢献が期待される。 
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Fig.1 Structure of Polymer WG
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Fig.2  Bottom Cladding Tickness when moving away from center of WG
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Distance from the center of WG [mm]
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0.39μm
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